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温p青教授，日本九州工e大学博士生`J、IEEE Fellow，O'九州工e大学高可靠性集成系]研
究中心主任，主要研究方向包括芯片可[性UM、[<生成及故障s断等。已-表学cO文170 余篇，n
著学cA著2 本，T有41 a美国A利及14 a日本A利，并担任IEEE TCAD，IEEE T-VLSI 等学ck志的
n委以及i多国g会h的程序委f。
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本m告首先用丰富的数据和?表F明人口增加，城市化，老o化等社会大wnt予ICoe的新使命
以及随之而来的ICoe-展的新4力；之后，从世界半`体>oY及投sO状来分析h理器，存u器，
分立元件等各种IC的-展wn，并通*近期世界半`体企e并bU例来指出一些Y得注意的新特点；最
后，在明确ICoe相关B域的jeGa的基r上，.ICoe的je-展机会提供一些参考意:。
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